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Este invento se refl ¢ & paneles: de pl&stlco TeVES~—

tidos de cobre, del tlpo gque se utiliza en la fabricacién do -

circuitos impresos y, més particularmente, z paneles de este ti-
po en los cuales la bage de pléstico del panel se halla reforza-

de por un elemento de cobertura de fibra de vidrio continua y la

R qhapa de cobre'Qel panel ﬁosee'una suavidad de superficie nejora~

da, SR A - N
En la fabricacién de cirouitos impresos, el matexizl .

de partida es por Lo comﬁn'un panel de plistico refestido de co-

‘bre que comprende esencialmente una hoja de plédstlico reforzado

noldeada con una chapa de cobre fijada a uno o ambos lados de la
mismé,. ﬁa chépa metélicé puede unirée a la base de pléstico ne-

dlante una capa de adhe sivo o, con preferencia, la adherencia de-
seada de la chapa a la base se logra moldeando el plédstico direc—
témente a aquélla. El moldeado reciproco de chapa y base do plds-

tico se de&crlbe, por ejemplo, en la patente U,S.4; Yo. 3,149,021,

Para que sean aceptablcs para uso en o1rcuitos impre-

eos, los paneles revestidos de cobre deben responder a una amplia

" “variedad de especificaciones eléctricas y fisicas, Por ejemplo,

durante la fabriocacién de circuitos impresos se sunergen los pa-—

.heles en un bafio de soldadura fundida y deben ser capaces de pa~

‘sar a-través de este baflo sin sufrir deterioro, es decir, sin com-

barse o ser de otro modo fisicamente-deformados.y sin que se pro-
duzca la separacién de la chepa de la base de pIésticq. Asimisno
log paneies han de poseer le resistenclias fisica necesaria que per—
nite reunirlos formando unidades: de circuito y usarlos bajo con-
d;piones diversas. Por oﬁra parie, deben sexr capaées de ser flexioi
nados hasts clerto limite sin que sufran rotura ni los conducto-

res del circuito impreso nd la base de soporte. Ademés es imporian~

.

;te que la chapa sea de un espesor uniforme y posea un alto grado
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suavidad dé superficie;'en especial en los casos en que el cir-

.cuito impreso comprende una disposicién estrechamente comprimi-

. da de finos conductores.

La flexién de los paneles puede tener 1ugar'bajo una

variedad de condiciones., Por ejemplo, durante la Ffabricacién de

circuitos impresos y en especial cuando se produce la inmersién °

en ei bafio de soldadqra existe una tendencla por parte de los
paneles a alabearse, En tales casos, puede combarse deliberada— .
nente el tablero para eliminar dicho alabeo. En una fase de la
fabricacidn de clrcultos impresos o8 normal practicar orificiog-

en el panel. Al extraer los taladros, la momenténea adherencia
de los mismos puede produclr la flexién del panel. Pambién puede
producirse como cohsecuencia de un mal funcionamiento de la maqui-

naris de insercién de componentes automdticos. Si la flexién o

" combadura tiene lugar en tal direccién.que la chapa de cobre se

encuentre sobre el lado convexo delrpanel, puede producirse el

agrietamientio o rotura de los conductores. del circuito impreso,

Se ha comprobado que puedén,obtenefse paneles con
propiedades de oo;vadura mejoradas utilizando como refuerzo para
la base de pléstico un elemento de coheriura de fibra de vidrio
continua, Tales elementos de cobertura de fibra continua se for-
man extendiendo sobre una banda mévil, en una configuracién gene-
ralmente en zig~zag, una pluralidad de hebras continuas’ de fibra
de vidrio, compuesta cada una de ellas de un mimero sustancial de
filamentos extruslonados. Las hebras son alimentadas a la banda a
una velocidad lineal sensiblemente mayor ¢ue el ritmo de movimien-

to de la banda, y se impone un movimiento alternafiv& lateral so-

.bre las fibrag a medida qué.éstas son alimentadas a la banda con

el fin de formar- sobre ésta una capa de las‘fibras contimas. en

un disefio enlazado y traslapado. El peso del elemenfo de cobertura
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se controla por el ritmo de formacidh de las hebras, el mimero
¥ espaciamiento de las mismas y’la velocidad de moviqiento de
. ' la banda. .

Cuando se halla asi formado el elemento de cobertura
5 . Be aplica al mismo u;a resina adhesiva a fin de conferirle una
‘ integridad sufioclente que permita su transporte y ménipuldcién.
/ : ' '.";a resina asdhesiva puede sér apliéa&a al elemento de cobertura
en forma de polvo o bien en forma de uné solﬁcién o sﬁspensién
. correSpondien%e.susoeptiblé de ser rociada sébre dicho elemento,
io © . Tras aplicar la resina adhesiva, ol elemento de cobertura es cal-
deado con el fin de fundir y curar la resina y unir las fibras
de las'cualgé se compone el elemento, La ?ig. 1 del plano que se
acompafia ilustra tal.éleménto de cobertura de fibra continﬁa ad~
heride mediante resina. . . R .
15 . S 'iSi bien los pancles-reforzados con tales elementos
de cobertura de fibra continua poseen una resistencia a.1§ comba~-
dura_sensibleménte’mejorada, se ha cémpprado que ocuando se Ui
' lizan elementor de cobertura del tipo previemente propuesto para
esta solicitud; los paneles resultantes adolecen del inconvenien-—
20 . te de que, ﬁuranta:el.moldeado, el elemento de éobertura unido
' yor resina, ¥y en particular las f;bras inmediatamente contiguas
a la chapa de cobre, deforman ésta ligerameﬁte. Refiriéndonog a
la fig. 2 del plano anexd, la figura muestra pn;panel fevesﬁido
’ de cobre que comprende'lé chapa superion 10, la chapa inferiorl2
'25 & la bage de plés%ico intgrmeaia reforzaeda 14 & lé cual se hallan
unidas las dos chapas., La deformacién de la chapa queda evidencia—
- da por el hecho de que el diseiio de la fibra de vidrio del elemen—
‘ tﬁ.de'cobertura "se muestra acabado" y puede obmer&arse visualmen—
te sobre la superficie expueéta de la chapa segin se indice en la

30 - £ig. 2. Tales irregularidedes en la superficie de la chapa afectan
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de modo adﬁergo la precisién de los circuitos impresos formados

8 pértir d6 la misma y son especialmente indegseables en log ca-

gos én que cl panel heya de utilizarse en la fabricacién de un
circulto impreso que presente un diseflo de finos conductores

estrechanente espaciados,

Es por consiguiente un objeto del presente invento

. broporcionar un panel revestido de cobre para uso en circuitos

impresos en los cuales la base de pléstico del panel se halla
reforzada con un elemento de cobertura de fibra de vidrio conti-
ma y la superficie expuesta de la chapa posee una suavidad mejo-
rada. Otro objeto del invento es proporcionar un método para fa-

bricar un panel revestido de cobre reforzado con un elemento de

cobertura de fibra de ﬁidrio continua y que ﬁosee ua sﬁperficie
de chapa de cobre de suagvided mejorada.

El pregenté inv;nto.se hasa en el hallazgo de que la,
deformacién de la chapa de cobre durante el moldeo a que se hace
referencia anteriormente puede rediicirse sustﬁncialmehte utili-
zando un elemento de cobertura de fibra de vidrio contimua con
adhereﬁoia'de resina en el cual la fesina adherente .es soluble en
la composicidén polimerizable fldida uéada para formar la base de
pléstico del panel., Parece que cuando se usa un aglutinante soluw
ble sobre el elemento de gobertura de vidrio, dicho aglutinante
6 bien ée disuelve en los ﬁonémerog de la composicién polimeriza-
ble, o es &l menos reblandecido por la misma, en un grado suficien-
‘e como para pormitir el movimlento relativo &e'las fibras del ele~
mento de cobertura, y por ende elimina en gran medida'o sugtancial-
mente reduce la defprmacion de le chapa de cobre producida por ei
elemento de cobertura ﬁe'fﬁbras durante el moldeado. En cualguier
caso, sea cﬁal fuere el mecanismo implicade, se ha comprobado éue

cuando la resina adhesiva del elemento.de cobertura es soluble en
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la composicién pol;merlzab]e ¥ se mol&ca un panel a part;r de la

'misma, se logra una mejora susbancial en la suavidad de la super-

ficie de la chapa de cobre, La mejora es visualmente perceptible

y\puede fambién demosﬁrarse poxr nedidas del contorno superfiéial.
Azl pues, pueden fabricarse pancles por el procedimiento del in-

vento cdn une suavidad de superfibie de 200 micropulgadas 0 menos
medida mediante, un dis PO»lthO medidor de conbtorno superficiel

de tipo corriente. ' S .

La naturaleza espeoifica del aﬂiutlnanﬁe soluble usa-
do en unir las hebrag del elemento de cobertura de vidrio puede
variar ampliamente y depende de la naturalezs de la composicién
de ?esina polimerizable utilizada, ph tipo de compogicién polime-

rizable qhe ha sido ampliamente utilizado para formar bases.de

paneles de eircuitos impresos comprende una iezcla de poliester

insaturado y metil'ﬁetacrilato, con ¢ sin epbxido agregado. Cuan~
do se usa tal oompqsidién'ﬁolimerizable, el agenie adhesivo solu~
ble preferido pera ¢l clemento do .cobertura de vidris es un poli-

éster insaturado que es s6lido a temperatura ambiente y que pue~’

-de sor igual'é diferente al poliéster de la composicién polimeri.-

zable, Tales poliésteres.pueden formarse condensando en forme co-

nocida gliobles como, etileno glicol y los varios isbmeros de poli~

'propmleno, butileno, pentileno y hexileno glicol con 4cidos insa-

turados tales como 4cidos malelco, fumérjco e itacénico y sus an-

hldridos. Pueden usarse mezclas de 4cidos y glicoles de manera

" conocida para formar tales poliésteres. Otrou poliésteres ttiles

se hallan desoritos en las patentes U,S,A.. 2;634.?51 y 2,662,070,
o Otros tipos de aﬂlutmnanbea solubles que pueden usar~ ]

se en ‘el presente procedimiento 1noluyen las resinas fenéllca ¥y

epoxl, Mds ggneralmen%e, cualquier polimero o resina que temporal—

nente una las fibras de vidrio del elemento de coberiura ¥ que se2
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soluble en’la,composicién polimerizable que haya de utilizarse

‘para moldear el pénel:puede emplearse dtilmente, Es convenien-

te que el aglutinante soluble.sea quimicamente similar a y co-
polimerizabie con uno o més de los elementos polimerizables de
la composicién de moldeo pera asegurar que el aglutinante di-
suelto no afecta de modo adverso las propiedadeé deseadas del
panel moideédo. Bl uso de un églutinante a bage de polibster

insaturado sobre ol elemento de cobertura de vidrio con una com--

'posicién'polimerizable que contenga una’importante cantidad de

"poliéster ingaturado es especialmente ventajoso desde este punto

de’'vista, L o o T

Log elementos de cobertura con aglutinantes molubles.
pﬁeden formarse esencialmente en la misma forma que los elemen~
{08 de cobertura que posean un agiutinante insoluble curado, es
decir,'mediante aplicacién de la.resi#a eﬁ polvo o én forma de
una solucién o emulsidén con posterior evaporacién del disolvente
o medio de diépérsién de la emulsién. El calentamiento se preci-
sa tGnicamente en el grado necesario ﬁara fundir la resina adﬂe-
siva y hacer que una las fibras del elemento do cobertura. Dado
que se desea un aglutinénte soluble, no se précisa ninguna fase
de curacién, »

Una variedad de resinas adhesivas, solubles: e insolu-
bles,Ase usan sobre elementos de coberiura de fibras de vidrio
qQue se expénden en el comercio. Una rdpida prueba para determinar
gl un elemento de cobertura comercial determinado resulta apropia-
do péra uso en el presente procedimiento implica la inmersién de
digholelemento en acetona, La adherencia resinosa de los elemen-
tos dé cobertura de aglutinante soluble adaptados para ser utili-

zados en el presente método se desintegra rdpldamente cuando se

. %rata el elemento en la forma expuesta, Como alterﬁativa, el ele-
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nento gue se obtenga en el comerciopuede sumergirse en una can-

$idad deila composioidh polimerizablé suscephible delser emplea—
da para moldear el panel y"pueden determinarse por ende la solu—
bilidad e 1ngolub111dad del aglutlnante sobre el elemento de co-

berﬁura.

Con el fin de poner de manifiesto con mayor claridad
la naturaleza del presente invento, se facilitan los Sinuientes
ejemplos especiflcos de formas de reallzacién ilustrativas del

presente método.

Biemplo 1

Preparacién del elemento de cobertura - o

Se prepara un polléster mezclando cantidades equie-

-molarep de anhidrido maleico y dcido isofté&lico con dietileno

glicol al cual se ha agregado de 1 a 10 mol por cigpto de neopen~
il glicol, Bl giidol se usa con preferencia con un exceso aproxi-
nado de un 5% coﬂ fespecto al eateéuiométricamente requeridé para
reaccionar con el 4oldo y el anhndrido. La mezela de Toacelon so

calienta en ausencia de a;re para producir la euterlflcacaén h'a

_ ellmlnaclén de aguva hagta que se obtiene un mimero dcido de 50 o

menos o hasta que solidifica el producto de reaccién cuando es
enfriado 3 temperafura amblente,
Bl poliéster resultante en forma de polvo es aplicido

come resins adhesiva a un elemento de cobertura de £ibra de vidrdo

- continua formado segin se describe anteriormente. EL polvo es apli-

cado en un grado aproximado de un 5 a un 7 por ciento en peso del

. elemento de cobertura, y éste, con la resina incorporada, es cal—

. deado a 120% a 1509C para fundir 1avresina. La resina fundide tien-

ﬁé a aoumularse en los puﬂtos de contacto entre las fibras de vi-

.drio & al enfriarse las une proporcionando una estructura integral

que puede manéjarse f4oilmnente, Después de lamina&d, el elemento
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de cobertura se halla listo para ser utilizado en el presente
procedimiento,

Preparacién de la composicién de moldeo

Un matraz de resina provisto de un agitador de cuchi-
1le de acero inoxidable, termémetro, tubo de entrada de gas, oca—
beza destiladora con condensador y un dispositivo para recoger

los 1iguidos desprendidos, es cargado con 1067,8 partes de 4cido

- fumdrico. A éste se afiaden 435 partes de 1,4~butanediol y 512,3

"partes de diqtileno glicol, Ia relacién molar de anhidrido & gli-

coles es de 1:1,05, Bl caldeo de la mezcla de reaccién se reali-
za'mediante un bafio de aceite termostaticamente controlado. Se

burbujes nitrégeno a través de la mezcla por toda la ésterifica~

-cién, La mezcla de reaccién es caldeada a 1909C y mantenida asi

dura nte 2;5 horas, al cabo de cﬁyo tiempo ha,destilado';a mayor
parte @el agua. El agua festante_es retirada a 10 mm, hg en el
curso de una horé..La temperatura es reducida a 1659C y se agrogs
0,01 parte de hidroquinona que actiia a modo de estabilizador,

Bl poliéster resultante es mezclado con wn monémero
de metil metacrilato en tales proporciones que produzca una mez-
cla con una relacién poliéstep/metacrilafo de 75:25., A una por-
cién de 125 grs. de esta mezcla se égregan 52 grs. de siliéato
cdlcico caleinado, 41 grs, de silicato aluminico calcinado, 22,6
grs,. de hidrocarburo oioraﬁo (Dechlorane que expende la firma
Hooker Chemical Co.) y 9,4 grs. de éxido de antimonio, Lia mezcla
es agitada vigorosamente produciéndose una paste homogénea suave,
y es catalizada mediante la adicién de 1,25 grs. de benzoil peréxi-

do.

Procedimiento de moldeo

Una pieza de chapa de cobre electrdlitica de 0,0014

pulgadas de espesor y midiendo 36" x 48" es colocada sobre la su-
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perfiole horizontal‘de una plantilla de aluminio. La compoéicién

el

de moldeo preparada sezgin se desoribe anteriormente es vertida

_sobre la chapa.de.cobre a uha profundidad suficiente para pro=-

rorcionar 0,5 lb. de la composicién de moldeo por ple cuadrado
de chapa, Bsta composmcmdn de moldeo produoe un. lamlnado esen—
clalmente de un espesor de 1/16 pulgadas.

Una, pieza del elemcnto de cobertur; de vmdrio oon
adherencla de resina preparado segﬁn se. descrlbe anteriormente
og cortada a tn tamafio ligeramente superlor que ol de la chapa

de cobre, o mea, 38" x 50", ¥y extendida sobre la'composicién deo

'moldeo viscoga. Una plesa &e papel desprendedor es oolocada en

la parte superior del elomento de cobertura b4 dedpués ung Segune
da plantllla de aluminio con una dame en %orno a su circunferen-

cia es bolocada en posicién sobre el elementd de cobertura ¥ la

. compogicion de moldeo, la dama circunferencial dispuosta sobre-

"la plantilla superior sirve para controlar ¢l grueso del panel, .

Bl conjunto resultanie se coloca en una prensa ¥y se curs & una
presién de 125 ppe ¥ a una temporatura de 2459F_(118,33ﬂc)‘duran-
te 6 minutos, y después se retirs y se enfria,

Un panel revestmdo de cobre fabricado de acuerdo con
el procedimiento déserito anteriormente fue probado con un ins-
trumento de medida de contorno de superficie Proficorder, que ex-
pende la firme Micrometical Co., pars determinar la suavidad de
la superficie expﬁesta de la cﬁapa, b sé comprobd que la supe;fi—

cie de la chapa tenia una suavidad de 200 micropulgadas. Como

’ confraste, un paﬁel fabricado por el procedimiento anterior, ex-

cepto que se us6 un elemento de cobertura con un aglutinante in-
soluble en lugar del elemento de cobertura con aglutinante solu-
ble, mosiré una svavidad de superfiéie de 280 micropulgedas.
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Bjemplo 2
Se fabric6é un panel mediante el procedimiento del

"Ejemplo 1 excepto que la composicién de moldeo del Ejemplo 1

- fue reemplazadas por una composicién de moldeo preparada de la

siguiente manera:

(a) Se prepara un poliéster mezclando 1;1 moles de

anhidrido maleico y 1,0 mol de etileno glicol, celentando la

" mezola resultante a 193°C a un ndmero 4cido de 153,

() Seﬁﬁrepara‘una solucidn de polihero de motil me-

‘tacrilato en el mondmero disolviendo 54 grs. de polimero de me-
il métacrilato que se expende bajo el nombre comercial de Iuci-
te 40 en 96,érs.,ae metil metaorilato éﬁe contiene 0,006% de hi-
.droquinona como inhibidor, La solucién del polimero en el moné—
mero se efectda calentando ia.mezcla con agitacién‘a 150eF (65,52¢),
Cuando se ha disuelto el polimero en el monémero, se agregan 100
grs, de sulfato caicico de criba 200 y mds fino y un gramo de
benéoil peréxido v se mezcla tode ollo con'laksolucién. A conti-
nuacién se inccrpéra a la mezcla un gramo del poliéster deserito
en el parrafo (a). El procedimiento de moldeo utilizado es elmis-
mo que el del Bjemplo 1. . ‘

| Un panel revestido de cobre fabricado de acuerdo con
el procedimiento de este Bjemplo fue probado y se comprobé que
tenia una suavidad deAsuperficie de 312 micropulgadas. Un panel
fabricado por el mismo procediﬁiento pero utilizando un elemento
de cobertura con un aglutinente insoluble mosiré una suavidad'de
superficie de 760 mioroﬁulgadas.

: Biemolo 3
Un panel/gggricadq de éougrdo con el procedimiento del

Ejemplo 1, con la excepeidn de gue la composicién de moldeo respec—

tiva fue reemplazada por otra preparada como sigue:



0

15 .

20

25

o
TR a T
376142

Be prepara un poliéster haciendo reaccionar 116,1

- partes de doido fumsrico con 37,8 partes. de 1,4-butanediol, 12,5

partes de 1,6—hexanadiol, 16,7 partéa‘de dietileno glicol y 28
partes de yroplleno glicol, Se calientan 28 partes del poliésier
.resultante a 130-150eF (59,44—65 552C) y se agregan ol mismo 12

partes de mondmero de metil netacrilato, A esta mezola se anaden

56 0 pantes. de hldrocarburo clorado (Dechlorane que expende la

firma Hooker Cbemlcal Qo.), 545 partes de. 6xido de antimonio,
19,5 partes de silica%o de sluminio calcinado_(Satintone Yo, 1)
¥y 18,0 partes de metaéilio;to de caleio (Cabolite P1). Se mezela
a fquo la composigién resglt&nte y se deja enfriai a ‘temperatu~
‘ra a@biente, tras de lo cual se mezclan.por bompletd 6,5 rartes
‘de benzoil peréxido. . _'.'

" Auna poreidn de 450 grs. de la re sina de moldeo de
este modo preparada se le aﬁaden 50 grs, de acelba de soja epoxi-
dado con un peso molecular de 950 y un contenido en exlgeno 0~
rano, de 7, %.456 use esta éomposicién para preparar un pancl uti-
lizando el procedimiento de moldeado del Ejemplo 1. )

Un panel reveéstido de cobre fabricado de acuerdo con

el procedimiento de este Ejemplo fue probado y se comprobé que

tenia wa suavidad de superficie de 201 micropulgadas, Un panel-

- fabricado por el mismo procedimiento pero utilizando un elemento

de-cqbertura con un aglutinante insoluble mostré una suavidad de

" superfiocie de 258 micropulgadas.

-.Se'fabrica un aglutinante solﬁble para un elemento de
cobertura de fibra contlnua de vidrio esterificando una mezcla
50/50 de &cidos fumdrico y f¥ilico con propileno glicol a un nime-

o écldo de 150 A contimacién se agreca al éater ¥y se mezcla con

el mismo 35% en. peso de metil metacrilato basado en el peso de di~
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cho éster, La.mezcla resultente es emulsionada con agua y apli~

“‘cada al elémento'de cobertura de fibra continua a modo de resina
'adhesiva. Se calienta ¢l elemento de cobertura tratado a 1202 a

- 1509C para fundir la resina y volatilizar el metil metacrilato

¥y el agua,
¢ El elemento de cobertura unido asl preparado se utl—

liza en 1a fabricacién de un panel reVestldo de cobre & tenor

. del procedimiento del Egemplo 1 producléndose un-panel de super—-

.. ficie suave,

Por supuesto débe quedar entendido que los ¥ jemplos
énteriépes son Unicamente ilustrativos y que pueden efectuarse
cambios en los ingredientes, proporcioneé;y condiciones que se
citén en los mismos, Por tanto pueden'usaréequalesquiera diver~
dos productos comerciales como aglutinante soluble sobre el ele-

mento de cobertura de refuerzo. Por ejemplo, la resina adhesiva

puede ser un poliésier de ﬁcido fUmérico y etiléno glicol que ex-

pende la firma Marco'Chemical Co. ﬁajo'la designacién comercial

de PE-30l, También pueden usarse diversos poliésteres que se ex—

_penden en el comercio; del tipo descrito en las patentes U,8,4.

2,662,070 y 2,634,251, como resina adhesiva del elemento de .00~

bertura., Mas generalmente, poliésteres que forman sélidos no vig-

cosos & temperatura ambiente y son fdcilmente fundibles por de-

bajo de lés 1509C pueden ser usados como aglittinantes solubles.
Adenés, otras composmcloneg de moldeo conocidas como dtiles en
la fabricaciém de paneles para circultos imprescs pueden susti-
tuir a las désc:itas en los Bjemplos,

En resumen, la Patenfe‘de invéncién que se solicita

debord recaer sobre las siguientes:
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RELVINDICACIONES

1. Un procedimiento para fabricér un panel de pléa-
tico revestido de cbbre para uso en circuitb‘impreso, en el
cual una chapa de cobre y un elemento de cobertura de.fibra de
vidrio coniihué de.refuerzo, afianzado con fesina, impregnado

con una composici6n polimerizable fluida, son m@ldeados entre

‘si a una elevada temperatura y presién para polimerizar dicha

oomposmcmén en contaoto con dicha chapa, caracterizado por el

. hecho de gue el refuerzo de cobertura de vadrlo emplea&o eseuno

en el cual la reglna adheszva correspondicnte es soluble en dl-

cha oomp051clén polimerizable.

- .~ 2¢ Un procedimiento segin 1& reivnndmcacmén 1, en
ol oual la resina adhesiva de dicho elemento de cobertura es:um
poliéster sélido insaturédd v la porcién polimefizable de diocha
composioién polimerizable es una mezcla de poiiéster ;nsaturado
y metil metacrilato. ’ 4

3. Un procedimiento ség&n la reivindicacién 2; carac-

_ terizado por el hecho de Que.se emplea una solucién.deAyoliﬁetil

matacrmlato en un monémero de metil metacrllato.

4., Un procedimienio segin la relv1nd1caclén 2, carac-
texrizado por el hecho de que la mezcla Qe polléster insaturado y
metil,metacrilato contiene un epéxido. ‘

5. Un procedlmlento segin- cualqulera de lag relv:n&m—

‘caciones 1 a 4, caracterlzado por el hecho de gue el elemento de

oobertura de fibra de vidrio conbinmua aflianzado con resina se co-
loca gobre la superficie superior de una chapa de cobre que se

encuentra sobre una superficie de moldeo sensiblemente horizomtal,

" se impregna e introduce dicho elemento de cobertura en una compo-

sicidn pollmerlzable liquida v1@coaa, y dichos elemento de cober-

tura lmpregnado ¥y chapa de cobre son moldeados entre 8l & una ele~

A vada temperatura y presién para formar~d1cho panel,
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.6, Sereivindica por Gltimo como objéto sobre

el que ha de recaer la Patente de Invencidn e se soli-
citas "UN PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UN PANEL IE PLASTICO
REVESTIDO DE COBRE 'PARA US0 EN CIRCUITO IL?PRESO".

Todo conforme queds descrito y reivindicado en

la presente lemorisa descrip%iva, que consta de quince pé~

ginas mecanogr &fiadas y dibujos que se acompaﬁ‘an.
Madvid, 2 de febrero 1970
EERNARDO UNGRIA

Popo
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